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DESCRIPCION

Sensor dptico.

La invencion versa acerca de un sensor Optico. En
particular, la invencién versa acerca de un cabezal de
lectura que emplea el sensor Optico para leer el conte-
nido imprimido en un producto impreso tal como un
periédico que se introduce en una direccién. La in-
vencion también versa acerca de un cabezal de lectu-
ra que emplea el sensor 6ptico para leer el contenido
formado en una plancha de imprenta para imprimir,
introduciéndose la plancha de imprenta en una direc-
cién.

Se ha propuesto un cabezal de lectura para leer
el contenido imprimido en un producto impreso que
se introduce en una direccion, tal como se plantea en
la Publicacién de Patentes Manifiestas Japonesas N°
156.080 de 1997. El cabezal de lectura incluye una
placa de circuitos que se extiende en direccién ver-
tical hasta la direccién de alimentacion del produc-
to impreso. El cabezal de lectura incluye ademés una
pluralidad de sensores dpticos colocados en linea de
forma longitudinal en la placa de circuitos.

Cada uno de los sensores Opticos incluye LEDs
que van montados de forma fija en la placa de circui-
tos, y conectados eléctricamente con ella, mediante
soldadura para completar un primer circuito electr6-
nico con los LEDs. Los LEDs reciben energia del pri-
mer circuito electrénico para dirigir una luz sobre el
producto impreso para iluminar el producto impreso
con la luz y generar una luz reflejada que se refleja del
producto impreso. Cada uno de los sensores Opticos
incluye ademds un medio fotodetector que se com-
pone de un conjunto de fotodiodos que van montados
también de forma fija en la placa de circuitos y conec-
tados eléctricamente con ella mediante soldadura para
completar un segundo circuito electrénico con el me-
dio fotodetector. El medio fotodetector recibe energia
del segundo circuito electrénico para recibir y detec-
tar la luz reflejada que se refleja del producto impreso
para leer el contenido imprimido en el producto im-
preso.

Dicho sea de paso, los LEDs o el medio fotode-
tector pueden dafiarse por accidente en cada uno de
los sensores 6pticos. En tal caso, los LEDs o el me-
dio fotodetector tienen que sustituirse por uno nuevo,
si no el cabezal de lectura no puede leer el contenido
imprimido en el producto impreso. Sin embargo, el
cabezal de lectura resulta problemético por cuanto los
LEDs o el medio fotodetector son dificiles de sustituir
por uno nuevo porque van montados de forma fija en
la placa de circuitos mediante soldadura. Aunque los
LEDs o el medio fotodetector puedan retirarse me-
diante el empleo de fuerza de la placa de circuitos, el
nuevo debe entonces montarse con cuidado en la pla-
ca de circuitos mediante soldadura para obtener una
precision en la posicién y el dngulo de los LEDs y
del medio fotodetector con respecto a la placa de cir-
cuitos. En particular, el medio fotodetector recibiria y
dirigiria la luz reflejada en una cantidad de recepcién
y deteccién de luz que varfa con el dngulo del me-
dio fotodetector. Por lo tanto, resulta imprescindible
que el dngulo del medio fotodetector en cada uno de
los sensores Opticos sea constante para que el medio
fotodetector pueda recibir y detectar la luz reflejada
sin diferencia en la cantidad de recepcién y deteccion
de luz entre los sensores 6pticos para leer con preci-
sion el contenido imprimido en el producto impreso.
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Esto conlleva trabajo, tiempo, herramientas especia-
les o plantillas de mecanizado, lo que lo hace poco
practico. En consecuencia, normalmente se esta obli-
gado a sustituir todo el cabezal de lectura por uno
nuevo siempre que se deterioran los LEDs o el me-
dio fotodetector por un accidente en cada uno de los
sensores Opticos, lo que conlleva un gasto.

Por lo tanto, es un objeto de la invencién presen-
tar un sensor Optico nuevo y mejorado para superar
los problemas recién mencionados.

Otro objeto de la invencién es presentar el sensor
optico en el que pueden sustituirse los LEDs o el me-
dio fotodetector por uno nuevo sin dificultad.

Otro objeto de la invencién es obtener una pre-
cisién en la posicién y el dngulo de los LEDs y del
medio fotodetector después de la sustitucion.

Antecedentes relevantes dentro de la especialidad
incluyen las patentes US 5120252 y JP 09-293319. De
acuerdo a la presente invencion, se presenta un sensor
optico para leer el contenido de un producto impreso
o de una plancha de imprenta que se compone de:

un soporte proporcionado en una placa de circui-
tos, teniendo el soporte una primera y una segunda
cavidad formadas en él;

un primer elemento principal que incluye LEDs
combinados con €l para dirigir una luz sobre el pro-
ducto impreso o sobre la plancha de imprenta para
iluminar el producto impreso o la plancha de impren-
ta con la luz y que genera una luz reflejada que se
refleja del producto impreso o de la plancha de im-
prenta, siendo el primer elemento principal de un ti-
po de casete adaptada para que encaje y se mantenga
en la primera cavidad del soporte para su extraccion,
estando conectado eléctricamente el primer elemento
principal con la placa de circuitos para completar un
primer circuito electrénico con los LEDs cuando se
encajan en el primer elemento principal; y

un segundo elemento principal que incluye un me-
dio fotodetector combinado con €l para recibir y de-
tectar la luz reflejada que se refleja del producto im-
preso o de la plancha de imprenta, siendo el segundo
elemento principal de un tipo de casete adaptada para
que encaje y se mantenga en la segunda cavidad del
soporte para su extraccion, estando conectado eléctri-
camente el segundo elemento principal con la placa
de circuitos para completar un segundo circuito elec-
trénico con el medio fotodetector cuando se encaja en
la segunda cavidad.

El objeto puede consistir en una plancha de im-
prenta, incluyendo el contenido formado en ella para
imprimir. El sensor dptico puede estar concebido para
leer el contenido de la plancha de imprenta.

En un ejemplo de realizacién preferido, la prime-
ra cavidad se forma en el soporte para que tenga una
profundidad en una direccién hacia la placa de circui-
tos. La segunda cavidad se forma también en el so-
porte para que tenga una con €l en la direccién hacia
la placa de circuitos. El primer y el segundo elemen-
to principal se insertan y encajan dentro de la primera
y segunda cavidad en la direccién hacia la placa de
circuitos.

Ademds, la primera y segunda cavidad pueden es-
tar formadas en el soporte lado a lado para que se
extiendan paralelas entre si a lo largo de la placa de
circuitos. El primer y el segundo elemento principal
se mantienen en la primera y segunda cavidad lado a
lado para que se extiendan paralelos entre si a lo largo
de la placa de circuitos.
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La segunda cavidad puede constar de dos segun-
das cavidades formadas en el soporte. La primera ca-
vidad consta de una primera cavidad formada en el
soporte que puede estar interpuesta entre las segun-
das cavidades. El segundo elemento principal cons-
ta de dos segundos elementos que se mantienen en
las segundas cavidades. El primer elemento principal
consta de un primer elemento que se mantiene en la
primera cavidad para ser interpuesto entre los segun-
dos elementos.

El primer elemento principal puede incluir una
pluralidad de LEDs combinados en él y dispuestos
en linea de forma longitudinal respecto al primer ele-
mento principal.

Los LEDs pueden comprender LEDs blancos para
dirigir una luz blanca sobre el objeto para iluminar el
objeto con la luz blanca. El medio fotodetector puede
consistir en fototransistores para recibir y detectar la
luz reflejada del objeto.

La placa de circuitos puede incluir terminales de
placa formados en ella en una posicién que se corres-
ponde con el soporte. El soporte puede incluir una su-
perficie inferior frente a la placa de circuitos y un pri-
mer y un segundo orificio pasante formados en la su-
perficie inferior. El primer elemento principal puede
ademds incluir un primer terminal y un primer con-
ductor combinados con el primer elemento principal.
El primer terminal estd conectado eléctricamente con
los LEDs mediante el primer conductor del primer
elemento principal. El primer terminal se inserta por
el primer orificio pasante para que atraviese el primer
orificio pasante cuando el primer elemento principal
se haga encajar en la primera cavidad. El segundo
elemento principal puede ademds incluir un segundo
terminal y un segundo conductor combinados con el
segundo elemento principal. El segundo terminal es-
td conectado eléctricamente con el medio fotodetector
mediante el segundo conductor del segundo elemento
principal. El segundo terminal se inserta por el segun-
do orificio pasante para que atraviese el segundo ori-
ficio pasante cuando el segundo elemento principal se
haga encajar en la segunda cavidad. El primer y el se-
gundo terminal sobresalen hacia el terminal de placa
y estdn en contacto con €l para completar el primer y
el segundo circuito electrénico, respectivamente.

Ademads, el primer elemento principal puede com-
prender un elemento principal hendido hecho de ma-
terial soldable de forma ultrasénica y hendido en dos
porciones a lo largo de un primer plano de hendidura
que se extiende longitudinalmente respecto al primer
elemento principal y transversalmente respecto a la
placa de circuitos. Las porciones del primer elemento
principal pueden incluir un primer encastre formado
en él a lo largo del primer plano de hendidura para
acoger el primer terminal y el primer conductor. Las
porciones del primer elemento principal pueden sol-
darse ultras6nicamente entre si de modo que el pri-
mer terminal y el primer conductor puedan encajo-
narse entre las porciones del primer elemento princi-
pal para que se combinen con ellas. Los LEDs pueden
estar colocados en su sitio a lo largo de la primera 1i-
nea de hendidura y enclavados y combinados con el
primer elemento principal para que sobresalgan de él.
El segundo elemento principal puede comprender un
elemento principal hendido hecho de material solda-
ble de forma ultrasénica y hendido en dos porciones
a lo largo de un segundo plano de hendidura que se
extiende longitudinalmente respecto al segundo ele-
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mento principal y transversalmente respecto a la pla-
ca de circuitos. Las porciones del segundo elemento
principal pueden incluir un segundo encastre formado
en él a lo largo del segundo plano de hendidura para
acoger el medio fotodetector, el segundo terminal y
el segundo conductor. Las porciones del segundo ele-
mento principal pueden soldarse ultrasénicamente en-
tre si de modo que el medio fotodetector, el segundo
terminal y el segundo conductor puedan encajonar-
se entre las porciones del segundo elemento principal
para que se combinen con ellas.

Los LEDs, el primer terminal y el primer conduc-
tor pueden soldarse ultrasénicamente al primer ele-
mento principal para que se combinen con él. El me-
dio fotodetector, el segundo terminal y el segundo
conductor pueden soldarse ultrasénicamente al segun-
do elemento principal para que se combinen con él.

El primer elemento principal puede incluir al me-
nos un punto de conexion eléctrica formado entre los
LEDs, el primer terminal y el primer conductor. El se-
gundo elemento principal puede incluir al menos un
punto de conexion eléctrica formado entre el medio
fotodetector, el segundo terminal y el segundo con-
ductor. Los puntos de conexidn eléctrica pueden estar
soldados de forma ultrasénica para que estén conecta-
dos eléctricamente en el primer y el segundo elemento
principal.

Puede aplicarse un adhesivo conductor de la elec-
tricidad sobre los puntos de conexién del primer y el
segundo elemento principal para mantener eléctrica-
mente conectados los puntos de conexién eléctrica.

El primer elemento principal puede incluir ade-
mads una primera resistencia combinada con él. En un
ejemplo de realizacién preferido, el primer terminal
estd conectado eléctricamente con los LEDs y la pri-
mera resistencia mediante el primer conductor del pri-
mer elemento principal para completar el primer cir-
cuito electrénico con los LEDs y la primera resisten-
cia. El segundo elemento principal puede incluir ade-
mads una segunda resistencia combinada con €l. En el
ejemplo de realizacidn, el segundo terminal estd co-
nectado eléctricamente con el medio fotodetector y
la segunda resistencia mediante el segundo conductor
del segundo elemento principal para completar el se-
gundo circuito electrénico con el medio fotodetector
y la segunda resistencia.

En un ejemplo de realizacién preferido, el primer
terminal estd formado en las porciones del primer ele-
mento principal a lo largo del primer plano de hendi-
dura para acoger el primer terminal, el primer conduc-
tor y la primera resistencia. Las porciones del primer
elemento principal se sueldan ultrasénicamente entre
si de modo que el primer terminal, el primer conduc-
tor y la primera resistencia puedan encajonarse en-
tre las porciones del primer elemento principal para
combinarse con él. El segundo encastre estd forma-
do en las porciones del segundo elemento principal a
lo largo del segundo plano de hendidura para acoger
el medio fotodetector, el segundo terminal, el segun-
do conductor y la segunda resistencia. Las porciones
del segundo elemento principal se sueldan ultraséni-
camente entre si de modo que el medio fotodetector,
el segundo terminal, el segundo conductor y la segun-
da resistencia puedan encajonarse entre las porciones
del segundo elemento principal para combinarse con
él.

La primera resistencia puede soldarse ultrasénica-
mente al primer elemento principal para combinarse
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con él. La segunda resistencia puede soldarse ultraso-
nicamente al segundo elemento principal para combi-
narse con él.

El primer elemento principal puede incluir al me-
nos un punto de conexién eléctrica formado entre los
LEDs, el primer terminal, el primer conductor y la pri-
mera resistencia. El segundo elemento principal pue-
de incluir al menos un punto de conexién eléctrica
formado entre el medio fotodetector, el segundo ter-
minal, el segundo conductor y la segunda resistencia.
Los puntos de conexidn eléctrica pueden estar solda-
dos de forma ultrasénica para que estén conectados
eléctricamente en el primer y el segundo elemento
principal.

Puede aplicarse un adhesivo conductor de la elec-
tricidad sobre los puntos de conexién del primer y el
segundo elemento principal para mantener eléctrica-
mente conectados los puntos de conexién eléctrica.

Cada uno de los elementos principales primero y
segundo puede ademds incluir una superficie lateral
que se extiende longitudinalmente respecto al primer
y segundo elemento principal y transversalmente res-
pecto a la placa de circuitos. El primer elemento prin-
cipal puede ademds incluir un primer orificio radia-
dor formado en la superficie lateral del mismo en una
posicién que se corresponde con la primera resisten-
cia para disipar el calor ocasionado por la primera re-
sistencia. El segundo elemento principal puede ade-
mas incluir un segundo orificio radiador formado en
la superficie lateral del mismo en una posicién que se
corresponde con la segunda resistencia para disipar el
calor ocasionado por la segunda resistencia.

La primera y la segunda cavidad pueden estar
separadas por una particiébn que se extiende entre
ellas.

En un ejemplo de realizacion preferido, el primer
elemento principal puede incluir superficies latera-
les opuestas que se extienden de forma longitudinal
con respecto a él y transversalmente con respecto a
la placa de circuitos. La primera cavidad puede in-
cluir superficies opuestas internas frente a las superfi-
cies opuestas laterales del primer elemento principal
con espacios libres formados entre ellas. El segun-
do elemento principal puede incluir superficies late-
rales opuestas que se extienden de forma longitudinal
con respecto a €l y transversalmente con respecto a la
placa de circuitos. La segunda cavidad puede incluir
superficies opuestas internas frente a las superficies
opuestas laterales del segundo elemento principal con
espacios libres formados entre ellas.

Los espacios libres pueden estar formados por me-
dios adicionales formados en las superficies opuestas
internas de la primera y la segunda cavidad. Los me-
dios adicionales pueden consistir en medios alargados
elevados formados en las superficies opuestas internas
de la primera y la segunda cavidad para extenderse en
la direccién en la que se insertan y encajan el primer y
el segundo elemento principal en la primera y segun-
da cavidad.

Los espacios libres pueden estar formados por me-
dios adicionales formados en las superficies opuestas
laterales de la primera y la segunda cavidad. Los me-
dios adicionales pueden consistir en medios alargados
elevados formados en las superficies opuestas latera-
les de la primera y la segunda cavidad para extenderse
en la direccién en la que se insertan y encajan el pri-
mer y el segundo elemento principal en la primera y
segunda cavidad.
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En un ejemplo de realizacién adicional, una de
las superficies laterales del primer elemento principal
puede estar en frente de una de las superficies late-
rales del segundo elemento principal con el espacio
libre formado entre las dos.

El soporte puede estar montado de forma fija en
la placa de circuitos. La placa de circuitos puede in-
cluir orificios pasantes formados en ella, incluyendo
el soporte pasadores adaptados para ser insertados y
encajados en los orificios pasantes de la placa de cir-
cuitos para colocar el soporte cuando se monte en la
placa de circuitos.

El soporte puede incluir superficies reflectoras for-
madas en él, reflejandose la luz que se refleja desde
el objeto hacia las superficies reflectoras y que se re-
fleja luego desde las superficies reflectoras hacia el
objeto.

También se proporciona un cabezal de lectura pa-
ra leer el contenido imprimido en un producto impre-
so que se introduce en una direccion. El cabezal de
lectura consiste en una placa de circuitos que se ex-
tiende en direccion vertical hasta la direccion de ali-
mentacién del producto impreso. El cabezal de lectu-
ra consta ademds de un sensor lineal que comprende
una pluralidad de sensores dpticos colocados en linea
de forma longitudinal en la placa de circuitos. Cada
uno de los sensores Opticos consta de un primer ele-
mento principal que es de un tipo de casete adaptada
para que encaje y se mantenga en la primera cavidad
del soporte para su extraccion, de modo que el primer
elemento principal pueda sustituirse por uno nuevo.
El sensor Optico consiste ademds en un segundo ele-
mento principal que es de un tipo de casete adaptada
para que encaje y se mantenga en la segunda cavi-
dad del soporte para su extraccién, de modo que el
segundo elemento principal pueda sustituirse por uno
nuevo.

También se proporciona un cabezal de lectura para
leer el contenido formado en una plancha de impren-
ta para imprimir, introduciéndose la plancha de im-
prenta en una direccion. El cabezal de lectura incluye
una placa de circuitos que se extiende en direccién
vertical hasta la direccién de alimentacién de la plan-
cha de imprenta. El cabezal de lectura incluye ademas
una pluralidad de sensores 6pticos colocados en linea
de forma longitudinal en la placa de circuitos. Cada
uno de los sensores Opticos incluye el primer elemen-
to principal que es de un tipo de casete adaptada pa-
ra que encaje y se mantenga en la primera cavidad
del soporte para su extraccion, de modo que el primer
elemento principal pueda sustituirse por uno nuevo.
El sensor 6ptico consiste ademds en un segundo ele-
mento principal que es de un tipo de casete adaptada
para que encaje y se mantenga en la segunda cavi-
dad del soporte para su extraccién, de modo que el
segundo elemento principal pueda sustituirse por uno
nuevo.

A continuacion se describird con mas detalle la in-
vencién por via de ejemplo y haciendo referencia a los
siguientes dibujos, en los que:

La Fig. 1 es una vista esquemadtica de un ejemplo
de realizacion preferido de la invencidn.

La Fig. 2 es una vista en perspectiva del sensor
optico de la Fig. 1.

La Fig. 3 es un corte transversal del sensor 6ptico.

La Fig. 4 es una vista en perspectiva del soporte
de la Fig. 2.

La Fig. 5 es una vista lateral del soporte.
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La Fig. 6 es una vista desde abajo del soporte.

La Fig. 7 es una vista en perspectiva del primer
elemento principal de la Fig. 2.

La Fig. 8 es una vista lateral del primer elemento
principal.

LaFig. 9 es un corte horizontal del primer elemen-
to principal.

La Fig. 10 es una vista en perspectiva del segundo
elemento principal de la Fig. 2.

LaFig. 11 es una vista lateral del segundo elemen-
to principal.

La Fig. 12 es un corte horizontal del segundo ele-
mento principal.

La Fig. 13 es una vista detallada del primer ele-
mento principal.

La Fig. 14 es una vista en perspectiva que ilustra
la colocacién relativa entre el segundo elemento prin-
cipal y el soporte.

LaFig. 15 es una vista en perspectiva que ilustra la
colocacién relativa entre el primer elemento principal
y el soporte.

Pasando ahora a los dibujos, la Fig. 1 ilustra un
cabezal de lectura 2 para leer el contenido imprimi-
do en un producto impreso 4. El producto impreso 4
es un periddico que es introducido en una direccién
a través de una unidad de impresion que incluye ci-
lindros de plancha 6 y cilindros de goma 8, de modo
que el contenido pueda ser imprimido por la unidad
de impresién. El producto impreso 4 se introduce a
continuacién en la direccién mediante los cilindros de
direccién 10. El cabezal de lectura 2 se extiende a lo
largo del cilindro de direccién 10. El cabezal de lectu-
ra 2 puede estar colocado en una posicion distinta de
la posicién del cilindro de direccién 10.

Un codificador 12 estd conectado de manera ope-
rativa al cilindro de plancha 6 para generar pulsos de
acuerdo con la rotacién del cilindro de plancha 6. El
cabezal de lectura 2 estd dispuesto para leer el conte-
nido imprimido en el producto impreso 4 en respuesta
a los pulsos introducidos procedentes del codificador
12. El codificador 12 puede estar conectado de ma-
nera operativa al cilindro de goma 8 o al cilindro de
direccién 10.

Ademads, hay un aparato de inspeccién 14 conecta-
do eléctricamente al cabezal de lectura 2 para inspec-
cionar el contenido imprimido en el producto impreso
4 de acuerdo con los datos leidos transmitidos desde
el cabezal de lectura 2. El aparato 14 estd dispuesto
para almacenar en primer lugar los datos leidos trans-
mitidos desde el cabezal de lectura 2 a modo de datos
de referencia. A continuacion, el cabezal de lectura
2 lee el contenido imprimido en el producto impre-
so 4 una y otra vez. El aparato 14 almacena los datos
leidos transmitidos desde el cabezal de lectura 2 co-
mo datos de impresion, siempre que lea el contenido.
Acto seguido, el aparato 14 compara los datos de im-
presion con los datos de referencia para inspeccionar
el contenido imprimido en el producto impreso 4 en
lo relativo a irregularidades en la impresién, exceso o
deficiencia en la densidad de la tinta, discrepancias en
el color, contaminacién, falta parcial de impresién y
similares.

El cabezal de lectura 2 incluye una placa de cir-
cuitos 16 que tiene un grosor, como se ve en la Fig. 3.
La placa de circuitos 16 se extiende en direccion ver-
tical hasta la direccién de alimentacién del producto
impreso 4. El cabezal de lectura 2 consta de un sensor
lineal que comprende una pluralidad de sensores 6p-
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ticos 18 colocados en linea de forma longitudinal en
la placa de circuitos 16.

Cada uno de los sensores dpticos 18 consta de un
soporte 20 facilitado en la placa de circuitos 16. En el
ejemplo de realizacion, el soporte 20 va montado de
forma fija en la placa de circuitos 16 mediante torni-
llos roscadores no mostrados. En este respecto, el so-
porte 20 incluye una superficie inferior que esta fren-
te a la placa de circuitos 16, formdndose dos pares de
separadores 22 y 24 en la superficie inferior para co-
locarse en las cuatro esquinas de la misma, como se
muestra en la Fig. 5 y en la Fig. 6. Los separadores
22 y 24 estdn enclavados con la placa de circuitos 16
para quedar encajonados entre el soporte 20 y la pla-
ca de circuitos 16. Uno de los pares de separadores
22 esta posicionado diagonalmente con respecto a la
superficie inferior. El otro par de separadores 24 esti
también posicionado diagonalmente con respecto a la
superficie inferior. Ademas, la placa de circuitos 16
incluye orificios pasantes formados en ella. El sopor-
te 20 incluye ademds pasadores 26 formados en uno
de los pares de separadores 22 y sobresalientes del
mismo. Los pasadores 26 estan adaptados para inser-
tarse y encajar en los orificios pasantes de la placa de
circuitos 16 para posicionar el soporte 20 cuando va
montado en la placa de circuitos 16. El soporte 20 in-
cluye ademas orificios complementarios 28 formados
en el otro par de separadores 24. Los tornillos ros-
cadores se insertan y se introducen a presién en los
orificios complementarios 28 de los separadores 24 a
través de los orificios pasantes de la placa de circuitos
16 y luego se giran en una direccién para que se en-
rosquen con los separadores 24 atornillando de modo
que el soporte 20 pueda montarse de forma fija en la
placa de circuitos 16 mediante los tornillos roscadores
y los separadores 22 y 24.

El sensor dptico 18 consiste ademds en un primer
elemento principal 30 que incluye LEDs 32 combina-
dos con él para dirigir una luz sobre el producto im-
preso 4 para iluminar el producto impreso 4 con la luz
y que genera una luz reflejada que se refleja del pro-
ducto impreso 4. El sensor 6ptico 18 consiste ademas
en un segundo elemento principal 34 que incluye un
medio fotodetector 36 combinado con él para recibir
y detectar la luz reflejada que se refleja del produc-
to impreso 4 para leer el contenido imprimido en el
producto impreso 4.

En cuanto al soporte 20 facilitado en la placa de
circuitos 16, el soporte 20 tiene una primera y una se-
gunda cavidades 38 y 40 formadas en él, como se ve
en la Fig. 4. El primer elemento principal 30 es de
un tipo de casete adaptada para que encaje y se man-
tenga en la primera cavidad 38 del soporte 20 para
su extraccién, de modo que el primer elemento prin-
cipal 30 pueda sustituirse por uno nuevo. El primer
elemento principal 30 estd conectado eléctricamente
con la placa de circuitos 16 para completar un primer
circuito electrénico con los LEDs 32 cuando se en-
cajan en la primera cavidad 38. El segundo elemento
principal 34 es también de un tipo de casete adaptada
para que encaje y se mantenga en la segunda cavidad
40 del soporte 20 para su extraccién, de modo que el
segundo elemento principal 40 pueda sustituirse por
uno nuevo. El segundo elemento principal 34 esta co-
nectado eléctricamente con la placa de circuitos 16
para completar un segundo circuito electrénico con el
medio fotodetector 36 cuando se encaja en la segunda
cavidad 40.
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En el ejemplo de realizacién, la primera cavidad
38 se forma en el soporte 20 para que tenga una pro-
fundidad en una direccién hacia la placa de circuitos
16. La segunda cavidad 40 se forma también en el
soporte 20 para que tenga una profundidad en la di-
reccion hacia la placa de circuitos 16. El primer y el
segundo elemento principal 30 y 34 se insertan y en-
cajan dentro de la primera y segunda cavidad 38 y 40
en la direccién hacia la placa de circuitos 16. El pri-
mer y el segundo elemento principal 30 y 34 se tapan
entonces con una plancha de cristal no mostrada. La
plancha de cristal puede estar enclavada con el pri-
mer y el segundo elemento principal 30 y 34 y con el
soporte 20.

La primera y segunda cavidad 38 y 40 estdn for-
madas en el soporte 20 lado a lado para que se extien-
dan paralelas entre si a lo largo de la placa de circuitos
16. El primer y el segundo elemento principal 30 y 34
se mantienen en la primera y segunda cavidad 38 y 40
lado a lado para que se extiendan paralelas entre si a
lo largo de la placa de circuitos 16.

La segunda cavidad 40 consta de dos segundas ca-
vidades formadas en el soporte 20. La primera cavi-
dad 38 consta de una primera cavidad formada en el
soporte 20 que ha de estar interpuesta entre las se-
gundas cavidades 40. El segundo elemento principal
34 consta de dos segundos elementos que encajan y
se mantienen en las segundas cavidades 40, como se
muestra en la Fig. 14. El primer elemento principal 30
consta de un primer elemento que encaja y se mantie-
ne en la primera cavidad 38 que ha de ser interpuesto
entre los segundos elementos 34, como se muestra en
la Fig. 15.

El primer elemento principal 30 incluye una plu-
ralidad de LEDs 32 combinados en él y dispuestos
en linea de forma longitudinal respecto al primer ele-
mento principal 30, como se muestra en la Fig. 2. Los
LEDs 32 comprenden LEDs blancos para dirigir una
luz blanca sobre el producto impreso 4 para ilumi-
nar el producto impreso 4 con la luz blanca. El me-
dio fotodetector 36 consiste en fototransistores para
recibir y detectar la luz reflejada del producto impre-
so 4 para leer el contenido imprimido en el producto
impreso 4.

Ademés, en el ejemplo de realizacion, la placa de
circuitos 16 incluye terminales de placa 41 que com-
prenden orificios de terminales de placa formados en
la placa de circuitos 16 en una posicién que se corres-
ponde con el soporte 20. El soporte 20 incluye un pri-
mer y un segundo orificio pasante 42 y 44 formados
en la superficie inferior del mismo.

El primer elemento principal 30 incluye ademds
un primer terminal 46, primeros conductores 48 y pri-
meras resistencias 50 combinados con el primer ele-
mento principal 30, como se ve en la Fig. 7, la Fig. 8
y la Fig. 13. El primer terminal comprende pasadores
de tipo terminal que estan conectados eléctricamente
con los LEDs 32 y las primeras resistencias 50 me-
diante los primeros conductores 48 en el primer ele-
mento principal 30 para completar el primer circuito
electrénico con los LEDs 32 y las resistencias 50. Los
primeros pasadores de tipo terminal 46 se insertan en
los primeros orificios pasantes 42 del soporte 20 para
que atraviesen los primeros orificios pasantes 42 del
soporte 20 y sobresalgan hacia los terminales de pla-
ca 41 de la placa de circuitos 16 y estén en contacto
con ellos para completar el primer circuito electréni-
co cuando el primer elemento principal 30 encaja en
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la primera cavidad 38. Los primeros pasadores de ti-
po terminal 46 pueden ponerse en contacto con los
terminales de placa 41 mediante soldadura.

Por otra parte, cada uno de los segundos elemen-
tos 34 incluye ademds segundos terminales 52, segun-
dos conductores no mostrados y segundas resistencias
54 combinados con el segundo elemento principal 34,
como se muestra en la Fig. 10 y la Fig. 11. EI se-
gundo terminal 52 consta de segundos pasadores de
tipo terminal que estidn conectados eléctricamente a
los fototransistores 36 y a las segundas resistencias 54
mediante los segundos conductores del segundo ele-
mento principal 34 para completar el segundo circuito
electrénico con los fototransistores 36 y las segundas
resistencias 54. Los segundos pasadores de tipo ter-
minal 52 se insertan en los segundos orificios pasan-
tes 44 del soporte 20 para que atraviesen los segun-
dos orificios pasantes 44 del soporte 20 y sobresalgan
hacia los terminales de placa 41 de la placa de circui-
tos 16 y estén en contacto con ellos para completar el
segundo circuito electrénico cuando el segundo ele-
mento principal 34 encaja en la segunda cavidad 40.
Los segundos pasadores de tipo terminal 52 pueden
ponerse en contacto con los terminales de placa 41
mediante soldadura.

Ademéds, en el ejemplo de realizacidn, el primer
elemento principal 30 comprende un elemento hen-
dido hecho de material soldable de forma ultraséni-
ca y hendido en dos porciones 56 y 58 a lo largo de
un primer plano de hendidura 60 que se extiende lon-
gitudinalmente respecto al primer elemento principal
30 y transversalmente respecto a la placa de circui-
tos 16, como se muestra en la Fig. 9. Las porciones
56 y 58 del primer elemento principal 30 incluyen un
primer encastre formado en €l a lo largo del primer
plano de hendidura 60 para acoger los primeros pa-
sadores de tipo terminal 46, los primeros conductores
48 y las primeras resistencias 50. Las porciones 56 y
58 del primer elemento principal 30 se sueldan ultra-
sonicamente entre si de modo que los primeros pasa-
dores de tipo terminal 46, los primeros conductores
48 y las primeras resistencias 50 puedan encajonarse
entre las porciones 56 y 58 del primer elemento prin-
cipal 30 para que se combinen con ellas. Los LEDs 32
se colocan en su sitio a lo largo del primer plano de
hendidura 60 y estdn enclavados y combinados con el
primer elemento principal 30 para que sobresalgan de
él.

Cada uno de los segundos elementos 34 compren-
de también un elemento principal hendido hecho de
material soldable de forma ultrasénica y hendido en
dos porciones 62 y 64 a lo largo de un segundo pla-
no de hendidura 66 que se extiende longitudinalmente
respecto al segundo elemento principal 34 y transver-
salmente respecto a la placa de circuitos 16, como se
muestra en la Fig. 12. Las porciones 62 y 64 del se-
gundo elemento principal 34 incluyen un segundo en-
castre formado en €l a lo largo del segundo plano de
hendidura 66 para acoger los fototransistores 36, los
segundos pasadores de tipo terminal 52, los segundos
conductores y las segundas resistencias 54. Las por-
ciones 62 y 64 del segundo elemento principal 34 se
sueldan ultrasénicamente entre si de modo que los fo-
totransistores 36, los segundos pasadores de tipo ter-
minal 52, los segundos conductores y las segundas re-
sistencias 54 puedan encajonarse entre las porciones
62 y 64 del segundo elemento principal 34 para que
se combinen con ellas.
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En el ejemplo de realizacién, los LEDs 32, los
primeros pasadores de tipo terminal 46, los primeros
conductores 48 y las primeras resistencias 50 se suel-
dan ultrasénicamente al primer elemento principal 30
para que se combinen con él. Los fototransistores 36,
los segundos pasadores de tipo terminal 52, los se-
gundos conductores y las segundas resistencias 54 se
sueldan también ultrasénicamente al segundo elemen-
to principal 34 para que se combinen con él.

El primer elemento principal 30 incluye al me-
nos un punto de conexién eléctrica formado entre los
LEDs 32, los primeros pasadores de tipo terminal 46,
los primeros conductores 48 y las primeras resisten-
cias 50. El segundo elemento principal 34 incluye
también al menos un punto de conexién eléctrica for-
mado entre los fototransistores 36, los segundos pa-
sadores de tipo terminal 52, los segundos conducto-
res y las segundas resistencias 54. Por ejemplo, los
primeros pasadores de tipo terminal 46 son indepen-
dientes de los primeros conductores 48 antes de com-
binarse con el primer elemento principal 30. En tal
caso, los primeros pasadores de tipo terminal 46 es-
tan conectados eléctricamente con los primeros con-
ductores 48 cuando se combinan con el primer ele-
mento principal 30. En consecuencia, los puntos de
conexioén eléctrica se forman entre los primeros pa-
sadores de tipo terminal 46 y los primeros conducto-
res 48. Los segundos pasadores de tipo terminal 52
son también independientes de los segundos conduc-
tores antes de combinarse con el segundo elemento
principal 34. En tal caso, los segundos pasadores de
tipo terminal 52 estdn conectados eléctricamente con
los segundos conductores cuando se combinan con el
segundo elemento principal 34. En consecuencia, los
puntos de conexion eléctrica se forman entre los se-
gundos pasadores de tipo terminal 52 y los segundos
conductores. En el ejemplo de realizacion, los pun-
tos de conexién se sueldan de forma ultrasénica para
que estén conectados eléctricamente en el primer y
el segundo elementos principales 30 y 34. Ademads,
se aplica un adhesivo conductor de la electricidad so-
bre los puntos de conexién eléctrica del primer y el
segundo elementos principales 30 y 34 para mante-
ner eléctricamente conectados los puntos de conexién
eléctrica.

En el ejemplo de realizacién, el primer elemento
principal 30 tiene una cierta forma que incluye super-
ficies laterales opuestas 68 que se extienden de forma
longitudinal con respecto al primer elemento princi-
pal 30 y transversalmente con respecto a la placa de
circuitos 16. El primer elemento principal 30 inclu-
ye ademads unos primeros orificios radiadores 70 for-
mados en las superficies laterales 68 del mismo en
posiciones que se corresponden con las primeras re-
sistencias 50 para disipar el calor ocasionado por las
primeras resistencias 50. El segundo elemento prin-
cipal 34 tiene también una cierta forma que incluye
superficies laterales opuestas 72 que se extienden de
forma longitudinal con respecto al segundo elemento
principal 34 y transversalmente con respecto a la pla-
ca de circuitos 16. El segundo elemento principal 34
incluye ademds unos segundos orificios radiadores 74
formados en las superficies laterales 72 del mismo en
posiciones que se corresponden con las segundas re-
sistencias 54 para disipar el calor ocasionado por las
segundas resistencias 54.

Ademéds, en el ejemplo de realizacién, la prime-
ra y segunda cavidades 38 y 40 estdn separadas por
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particiones 76 que se extienden entre ellas de modo
que la primera cavidad 38 incluye superficies opues-
tas internas frente a las superficies opuestas laterales
68 del primer elemento principal 30 con espacios li-
bres formados entre ellas. La segunda cavidad 40 in-
cluye superficies opuestas internas frente a las superfi-
cies opuestas laterales 72 del segundo elemento prin-
cipal 34 con espacios libres formados entre ellas. Los
espacios libres estdn formados por medios adicionales
78 formados en las superficies opuestas internas de la
primera y la segunda cavidad 38 y 40. Los medios
adicionales 78 consisten en medios alargados eleva-
dos formados en las superficies opuestas internas de
la primera y la segunda cavidad 38 y 40 para exten-
derse en la direccion en la que se insertan y encajan el
primer y el segundo elemento principal 30 y 34 en la
primera y segunda cavidad 38 y 40.

Cada una de las segundas cavidades 40 incluye
surcos alargados 80 formados en ellas para que se ex-
tiendan en la direccidn en la que se inserta y encaja el
segundo elemento principal 34 en la segunda cavidad
40. Cada uno de los segundos elementos principales
34 incluye porciones alargadas elevadas 82 formadas
en ellos para que encajen en los surcos alargados 80
para colocar el segundo elemento principal 34 cuando
se inserta y encaja en la segunda cavidad 40.

En consecuencia, el primer y el segundo elemento
principal 30 o 34 puede extraerse de la primera o se-
gunda cavidad 38 o 40 sin dificultad en cada uno de
los sensores 6pticos 18 cuando los LEDs 32 o los fo-
totransistores 36 se deterioran por accidente. Enton-
ces puede insertarse y encajarse un nuevo primer o
segundo elemento principal 30 o 34 en la primera o
segunda cavidad 38 o 40 sin dificultad. El primer o
segundo elemento principal 30 o 34 estd conectado
eléctricamente con la placa de circuitos 16 para com-
pletar el primer o el segundo circuito electrénico con
los LEDs 32 y las primeras resistencias 50 o los foto-
transistores 36 y las segundas resistencias 54 cuando
se encaja en la primera o segunda cavidad 38 o0 40. Por
lo tanto, los LEDs 32 o los fototransistores 36 pueden
sustituirse por otros nuevos sin dificultad.

La primera o segunda cavidad 38 0 40 coopera con
el primer o segundo elemento principal 30 o 34 para
obtener una precisién en la posicién y el dngulo de
los LEDs 32 o los fototransistores 36 con respecto a
la placa de circuitos 16 tras la sustitucién. En parti-
cular, la disposicién puede hacer que el dngulo de los
fototransistores 36 en cada uno de los sensores Opti-
cos 2 sea constante para que el fototransistor 36 pue-
da recibir y detectar la luz reflejada sin diferencia en
la cantidad de recepcion y deteccién de luz entre los
sensores Opticos 2 para leer con precision el contenido
imprimido en el producto impreso 4.

Ademads, en lo relativo al calor ocasionado por las
primeras y segundas resistencias 50 y 54 en el primer
y segundo elementos principales 30 y 34, los prime-
ros y segundos orificios radiadores 70 y 74 cooperan
con los espacios libres formados entre las superficies
opuestas laterales 68 y 72 del primer y segundo ele-
mentos principales 30 y 34 y las superficies opuestas
internas de la primera y segunda cavidades 38 y 40
para facilitar la refrigeracion del aire. Esta disposi-
cién puede evitar que los elementos combinados con
el primer y segundo elementos principales 30 y 34
se dafien por el calor ocasionado por las primeras y
segundas resistencias 50 y 54. En particular, puede
impedir que las propiedades de los fototransistores 36
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combinados en los segundos elementos principales 34
cambien por el calor.

En consecuencia, resulta aceptable sin problemas
en el cabezal de lectura 2 que las primeras y segundas
resistencias 50 y 54 estén encajonadas entre las por-
ciones 56, 58, 62 y 64 del primer y segundo elementos
principales 30 y 34 para combinarse con ellos. Por lo
tanto, no resulta imprescindible que las primeras y se-
gundas resistencias 50 y 54 se combinen con la placa
de circuitos 16. Esto hace que la placa de circuitos 16
sea simple en estructura. El cabezal de lectura 2 pue-
de, por lo tanto, ser compacto.

En cuanto al calor ocasionado por los LEDs 32
del primer elemento principal 30, los LEDs 32 sobre-
salen del primer elemento principal 30 para facilitar
la refrigeracién por aire. Esta disposicién puede evi-
tar que el primer elemento principal 30 se dafie por el
calor ocasionado por los LEDs 32.

El primer elemento principal 30 puede incluir un
asa 84 o similar formada en éI por la que el primer
elemento principal 30 se extrae de la primera cavidad
38. El soporte 20 puede incluir huecos 86 formados en
él y que se comunican con las aberturas 88 formadas
en la superficie inferior del soporte 20 para facilitar
la refrigeracién por aire. El soporte 20 puede incluir
ademds superficies reflectantes 90 formadas en él pa-
ra que la luz reflejada se refleje desde el producto im-
preso 4 hacia las superficies reflectantes 90 y luego
se refleje desde las superficies reflectantes 90 hacia el
producto impreso 4.
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En cuanto a los espacios libres formados entre las
superficies opuestas laterales 68 y 72 del primer y se-
gundo elementos principales 30 y 34 y las superficies
opuestas internas de la primera y segunda cavidades
38 y 40, los espacios libres pueden estar formados por
medios adicionales formados en la cara opuesta de las
superficies 68 and 72 del primer y segundo elementos
principales 30 y 34. Los medios adicionales pueden
consistir en medios alargados elevados formados en
las superficies opuestas laterales 68 y 72 del primer y
segundo elementos principales 30 y 34 para extender-
se en la direccién en la que se insertan y encajan el
primer y el segundo elemento principal 30 y 34 en la
primera y segunda cavidad 38 y 40.

En cuanto a las particiones 76 por las que estidn
separadas la primera y segunda cavidades 38 y 40,
las particiones pueden consistir en particiones parcia-
les, de modo que al menos una de las superficies la-
terales 68 del primer elemento principal 30 quede en-
frente de una de las superficies laterales 72 del segun-
do elemento principal 34 con un espacio libre forma-
do entre ellas. Las superficies opuestas laterales 68
del primer elemento principal 30 pueden estar fren-
te a las de las superficies laterales 72 de los segun-
dos elementos principales 34 con espacios libres for-
mados entre ellas. Cada una de las segundas cavida-
des 40 puede incluir una superficie interna enfrente de
las otras superficies laterales 72 del segundo elemen-
to principal 34 con un espacio vacio formado entre
ellas.
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REIVINDICACIONES

1. Un sensor 6ptico (18) para leer el contenido de
un producto impreso (4) o una plancha de imprenta
que consta de:

un soporte (20) proporcionado en una placa de cir-
cuitos (16), teniendo el soporte (20) una primera y se-
gunda cavidades (38, 40) formadas en él;

un primer elemento principal (30) que incluye
LEDs (32) combinados con él para dirigir una luz
sobre el producto impreso (4) o sobre la plancha de
imprenta para iluminar el producto impreso (4) o la
plancha de imprenta con la luz y que genera una luz
reflejada que se refleja desde el producto impreso (4)
o la plancha de imprenta, siendo el primer elemen-
to principal (30) del tipo de casete adaptado para ser
encajado y mantenido en la primera cavidad (38) del
soporte (20) para su extraccion, estando el primer ele-
mento principal (30) eléctricamente conectado con la
placa de circuitos (16) para completar un primer cir-
cuito electrénico con los LEDs (32) cuando se encaja
en la primera cavidad (38); y

un segundo elemento principal (34) que incluye
un medio fotodetector (36) combinado con €l para re-
cibir y detectar la luz reflejada que se refleja del pro-
ducto impreso (4) o de la plancha de imprenta, siendo
el segundo elemento principal (34) del tipo de casete
adaptado para ser encajado y mantenido en la segun-
da cavidad (40) del soporte (20) para su extraccion,
estando el segundo elemento principal (34) eléctrica-
mente conectado con la placa de circuitos (16) para
completar un segundo circuito electrénico con el me-
dio fotodetector (36) cuando se encaja en la segunda
cavidad (40).

2. El sensor 6ptico, como se expone en la reivindi-
cacion 1, en el que la primera cavidad (38) esta forma-
da en el soporte (20) para que tenga una profundidad
en la direccidn hacia la placa de circuitos (16), estan-
do formada la segunda cavidad (40) en el soporte (20)
para que tenga una profundidad en la direccién hacia
la placa de circuitos (16), siendo insertados y encaja-
dos el primer y segundo elemento principal (30, 34)
en la primera y segunda cavidades (38, 40) en la di-
reccién hacia la placa de circuitos (16).

3. El sensor 6ptico, como se expone en la reivin-
dicacion 2, en el que la primera y segunda cavidades
(38, 40) estan formadas en el soporte (20) lado a la-
do para que se extiendan paralelas entre si a lo largo
de la placa de circuitos (16), manteniéndose el primer
y segundo elemento principal (30, 34) en la primera
y segunda cavidades (38, 40) lado a lado para que se
extiendan paralelos entre si a lo largo de la placa de
circuitos (16).

4. El sensor 6ptico, como se expone en la reivindi-
cacién 3, en el que la segunda cavidad (40) consta de
dos segundas cavidades formadas en el soporte (20),
consistiendo la primera cavidad (38) en una primera
cavidad formada en el soporte (20) que ha de interpo-
nerse entre las segundas cavidades (40), consistiendo
el segundo elemento principal (34) en dos segundos
elementos principales que se mantienen en las segun-
das cavidades (40), consistiendo el primer elemento
principal (30) en un primer cuerpo que se mantiene
en la primera cavidad (38) que ha de interponerse en-
tre los segundos elementos principales (34).

5. El sensor 6ptico, como se expone en la reivindi-
cacion 4, en el que el primer elemento principal (30)
incluye una pluralidad de LEDs (32) combinados con
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él y dispuestos en linea de forma longitudinal con res-
pecto al primer elemento principal (30).

6. El sensor 6ptico, como se expone en la reivindi-
cacion 5, en el que los LEDs (32) consisten en LEDs
blancos para dirigir una luz blanca sobre el producto
impreso (4) o sobre la plancha de imprenta para ilumi-
nar el producto impreso (4) o la plancha de imprenta
con la luz blanca, consistiendo el medio fotodetector
(36) en fototransistores para recibir y detectar la luz
reflejada que se refleja desde el producto impreso (4)
o la plancha de imprenta.

7. El sensor éptico, como se expone en la reivin-
dicacion 3, en el que la placa de circuitos (16) incluye
terminales de placa (41) formados en ella en una po-
sicién que se corresponde con el soporte (20), inclu-
yendo el soporte (20) una superficie inferior frente a la
placa de circuitos (16) y un primer y un segundo orifi-
cio pasante (42, 44) formados en la superficie inferior,
incluyendo ademds el primer elemento principal (30)
un primer terminal (46) y un primer conductor (48)
combinados con el primer elemento principal (30),
estando conectado eléctricamente el primer terminal
(46) con los LEDs (32) mediante el primer conductor
(48) del primer elemento principal (30), insertandose
el primer terminal (46) por el primer orificio pasante
(42) para que atraviese el primer orificio pasante (42)
cuando el primer elemento principal (30) se hace en-
cajar en la primera cavidad (38), incluyendo ademds
el segundo elemento principal (34) un segundo termi-
nal (52) y un segundo conductor combinados con el
segundo elemento principal (34), estando conectado
eléctricamente el segundo terminal (52) con el me-
dio fotodetector (36) mediante el segundo conductor
del segundo elemento principal (34), insertindose el
segundo terminal (52) por el segundo orificio pasan-
te (44) para que atraviese el segundo orificio pasante
(44) cuando el segundo elemento principal (34) se ha-
ce encajar en la segunda cavidad (40), sobresaliendo
el primer y el segundo terminal (46, 52) hacia el ter-
minal de placa (41) y estando en contacto con él para
completar el primer y el segundo circuito electrénico,
respectivamente.

8. El sensor 6ptico, como se expone en la reivindi-
cacién 7, en el que el primer elemento principal (30)
comprende un elemento principal hendido hecho de
material soldable de forma ultrasénica y hendido en
dos porciones (56, 58) a lo largo de un primer plano
de hendidura (60) que se extiende longitudinalmen-
te respecto al primer elemento principal (30) y trans-
versalmente respecto a la placa de circuitos (16), in-
cluyendo las porciones (56, 58) del primer elemento
principal (30) un primer encastre formado en él a lo
largo del primer plano de hendidura (60) para acoger
el primer terminal (46) y el primer conductor (48),
estando las porciones (56, 58) del primer elemento
principal (30) soldadas ultrasénicamente entre si de
modo que el primer terminal (46) y el primer conduc-
tor (48) puedan encajonarse entre las porciones (56,
58) del primer elemento principal (30) para que se
combinen con ellas, estando colocados los LEDs (32)
en una posicién a lo largo del primer plano de hen-
didura (60) y enclavados y combinados con el primer
elemento principal (30) para que sobresalgan de él,
comprendiendo el segundo elemento principal (34) un
elemento principal hendido hecho de material solda-
ble de forma ultrasénica y hendido en dos porciones
(62, 64) a lo largo de un segundo plano de hendidura
(66) que se extiende longitudinalmente respecto al se-

9
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gundo elemento principal (34) y transversalmente res-
pecto a la placa de circuitos (16), incluyendo las por-
ciones (62, 64) del segundo elemento principal (34)
un segundo encastre formado en él a lo largo del se-
gundo plano de hendidura (66) para acoger el medio
fotodetector (36), el segundo terminal (52) y el se-
gundo conductor, solddndose las porciones (62, 64)
del segundo elemento principal (34) ultrasénicamen-
te entre si de modo que el medio fotodetector (36),
el segundo terminal (52) y el segundo conductor pue-
dan encajonarse entre las porciones (62, 64) del se-
gundo elemento principal (34) para que se combinen
con ellas.

9. El sensor 6ptico, como se expone en la reivindi-
cacion 8, en el que los LEDs (32), el primer terminal
(46) y el primer conductor (48) se sueldan ultraséni-
camente al primer elemento principal (30) para que
se combinen con €l, soldandose el medio fotodetector
(36), el segundo terminal (52) y el segundo conductor
ultrasénicamente al segundo elemento principal (34)
para que se combinen con €l.

10. El sensor 6ptico, como se expone en la rei-
vindicacién 8, en el que el primer elemento principal
(30) incluye al menos un punto de conexion eléctri-
ca formado entre los LEDs (32), el primer terminal
(46) y el primer conductor (48), incluyendo el segun-
do elemento principal (34) al menos un punto de co-
nexion eléctrica formado entre el medio fotodetector
(36), el segundo terminal (52) y el segundo conductor,
solddndose los puntos de conexién eléctrica de forma
ultrasénica para que estén conectados eléctricamente
en el primer y el segundo elemento principal (30, 34).

11. El sensor 6ptico, como se expone en la reivin-
dicacién 10, en el que se aplica un adhesivo conduc-
tor de la electricidad sobre los puntos de conexién del
primer y el segundo elemento principal (30, 34) pa-
ra mantener eléctricamente conectados los puntos de
conexion eléctrica.

12. El sensor 6ptico, como se expone en la rei-
vindicacién 7, en el que el primer elemento princi-
pal (30) incluye ademds una primera resistencia (50)
combinada con él, estando el primer terminal (46) co-
nectado eléctricamente con los LEDs (32) y la prime-
ra resistencia (50) mediante el primer conductor (48)
del primer elemento principal (30) para completar el
primer circuito electrénico con los LEDs (32) y la pri-
mera resistencia (50), incluyendo ademads el segundo
elemento principal (34) una segunda resistencia (54)
combinada con él, estando conectado eléctricamen-
te el segundo terminal (52) con el medio fotodetector
(36) y la segunda resistencia (54) mediante el segundo
conductor del segundo elemento principal (34) para
completar el segundo circuito electrénico con el me-
dio fotodetector (36) y la segunda resistencia (54).

13. El sensor 6ptico, como se expone en la reivin-
dicacién 12, en el que el primer elemento principal
(30) comprende un elemento principal hendido hecho
de material soldable de forma ultrasénica y hendido
en dos porciones (56, 58) a lo largo de un primer pla-
no de hendidura (60) que se extiende longitudinal-
mente respecto al primer elemento principal (30) y
transversalmente respecto a la placa de circuitos (16),
incluyendo las porciones (56, 58) del primer elemen-
to principal (30) un primer encastre formado en €l a
lo largo del primer plano de hendidura (60) para aco-
ger el primer terminal (46), el primer conductor (48) y
la primera resistencia (50), estando las porciones (56,
58) del primer elemento principal (30) soldadas ultra-
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sonicamente entre si de modo que el primer terminal
(46), el primer conductor (48) y la primera resistencia
(50) puedan encajonarse entre las porciones (56, 58)
del primer elemento principal (30) para que se com-
binen con ellas, estando colocados los LEDs (32) en
una posicién a lo largo del primer plano de hendi-
dura (60) y enclavados y combinados con el primer
elemento principal (30) para que sobresalgan de él,
comprendiendo el segundo elemento principal (34) un
elemento principal hendido hecho de material solda-
ble de forma ultrasénica y hendido en dos porciones
(62, 64) a lo largo de un segundo plano de hendidura
(66) que se extiende longitudinalmente respecto al se-
gundo elemento principal (34) y transversalmente res-
pecto a la placa de circuitos (16), incluyendo las por-
ciones (62, 64) del segundo elemento principal (34)
un segundo encastre formado en él a lo largo del se-
gundo plano de hendidura (66) para acoger el medio
fotodetector (36), el segundo terminal (52), el segun-
do conductor y la segunda resistencia (54), soldando-
se las porciones (62, 64) del segundo elemento prin-
cipal (34) ultrasénicamente entre si de modo que el
medio fotodetector (36), el segundo terminal (52), el
segundo conductor y la segunda resistencia (54) pue-
dan encajonarse entre las porciones (62, 64) del se-
gundo elemento principal (34) para que se combinen
con ellas.

14. El sensor 6ptico, como se expone en la reivin-
dicacion 13, en el que los LEDs (32), el primer termi-
nal (46), el primer conductor (48) y la primera resis-
tencia se sueldan ultrasénicamente al primer elemento
principal (30) para que se combinen con él, sold4n-
dose el medio fotodetector (36), el segundo terminal
(52), el segundo conductor y la segunda resistencia
(54) ultrasénicamente al segundo elemento principal
(34) para que se combinen con €l.

15. El sensor 6ptico, como se expone en la reivin-
dicacion 13, en el que el primer elemento principal
(30) incluye al menos un punto de conexion eléctri-
ca formado entre los LEDs (32), el primer terminal
(46), el primer conductor (48) y la primera resistencia
(50), incluyendo el segundo elemento principal (34) al
menos un punto de conexién eléctrica formado entre
el medio fotodetector (36), el segundo terminal (52),
el segundo conductor y la segunda resistencia (54),
estando los puntos de conexién eléctrica soldados de
forma ultrasénica para que estén conectados eléctri-
camente en el primer y el segundo elemento principal
(30, 34).

16. El sensor 6ptico, como se expone en la reivin-
dicacion 15, en el que se aplica un adhesivo conduc-
tor de la electricidad sobre los puntos de conexién del
primer y el segundo elemento principal (30, 34) pa-
ra mantener eléctricamente conectados los puntos de
conexion eléctrica.

17. El sensor 6ptico, como se expone en la reivin-
dicacion 12, en el que el primer y segundo elemento
principal (30, 34) incluye ademds superficies latera-
les (68, 72) que se extienden de forma longitudinal
con respecto al primer y segundo elemento principal
(30, 34) y transversalmente con respecto a la placa de
circuitos (16), incluyendo ademads el primer elemen-
to principal (30) un primer orificio radiador (70) for-
mado en la superficie lateral (68) del mismo en una
posicién que se corresponde con la primera resisten-
cia (50) para disipar el calor ocasionado por la pri-
mera resistencia (50), incluyendo ademds el segundo
elemento principal (34) un segundo orificio radiador
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(74) formado en la superficie lateral (72) del mismo
en una posicidén que se corresponde con la segunda
resistencia (54) para disipar el calor ocasionado por
la segunda resistencia (54).

18. El sensor 6ptico, como se expone en la reivin-
dicacioén 3, en el que la primera y segunda cavidades
(38, 40) estan separadas por particiones (76) que se
extienden entre ellas.

19. El sensor 6ptico, como se expone en la rei-
vindicacién 18, en el que el primer elemento princi-
pal (30) incluye superficies laterales opuestas (68) que
se extienden de forma longitudinal con respecto a él
y transversalmente con respecto a la placa de circui-
tos (16), incluyendo la primera cavidad (38) superfi-
cies opuestas internas frente a las superficies opues-
tas laterales (68) del primer elemento principal (30)
con espacios libres formados entre ellas, incluyendo
el segundo elemento principal (34) superficies latera-
les opuestas (72) que se extienden de forma longitu-
dinal con respecto a él y transversalmente con respec-
to a la placa de circuitos (16), incluyendo la segun-
da cavidad (40) superficies opuestas internas frente
a las superficies opuestas laterales (72) del segundo
elemento principal (34) con espacios libres formados
entre ellas.

20. El sensor 6ptico, como se expone en la reivin-
dicacion 19, en el que los espacios libres estian for-
mados por medios adicionales (78) formados en las
superficies opuestas internas de la primera y la segun-
da cavidad (38, 40).

21. El sensor 6ptico, como se expone en la rei-
vindicacién 20, en el que los medios adicionales (78)
consisten en medios alargados elevados formados en
las superficies opuestas internas de la primera y la se-
gunda cavidad (38, 40) para extenderse en la direccién
en la que se insertan y encajan el primer y el segundo
elemento principal (30, 34) en la primera y segunda
cavidad (38, 40).

22. El sensor 6ptico, como se expone en la reivin-
dicacién 19 o 20, en el que los espacios libres estdn
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formados por medios adicionales formados en las su-
perficies opuestas laterales (68, 72) del primer y se-
gundo elemento principal (30, 34).

23. El sensor 6ptico, como se expone en la rei-
vindicacién 22, en el que los medios adicionales con-
sisten en medios alargados elevados formados en las
superficies opuestas laterales (68, 72) del primer y se-
gundo elemento principal (30, 34) para extenderse en
la direccién en la que se insertan y encajan el primer y
el segundo elemento principal (30, 34) en la primera
y segunda cavidad (38, 40).

24. El sensor 6ptico, como se expone en la reivin-
dicacién 3, en el que el primer elemento principal (30)
incluye superficies opuestas laterales (68) que se ex-
tienden longitudinalmente con respecto a él y trans-
versalmente a la placa de circuitos (16), incluyendo
el segundo elemento principal (34) superficies opues-
tas laterales (72) que se extienden longitudinalmen-
te con respecto a él y transversalmente a la placa de
circuitos (16), estando una de las superficies laterales
(68) del primer elemento principal (30) frente a una
de las superficies laterales (72) del segundo elemen-
to principal (34) con un espacio libre formado entre
ambas.

25. El sensor 6ptico, como se expone en la reivin-
dicacién 3, en el que el soporte (20) va montado de
forma fija en la placa de circuitos (16), incluyendo la
placa de circuitos (16) un orificio pasante formado en
ella, incluyendo el soporte (20) pasadores (26) adap-
tados para ser insertados y encajados en los orificios
pasantes de la placa de circuitos para colocar el so-
porte cuando se monta en la placa de circuitos (16).

26. El sensor 6ptico, como se expone en la reivin-
dicacién 3, en el que el soporte (20) incluye superfi-
cies reflectoras (90) formadas en él, reflejandose la luz
que se refleja desde el producto impreso (4) o desde
la plancha de imprenta hacia las superficies reflecto-
ras (90) y que se refleja luego desde las superficies
reflectoras (90) hacia el producto impreso (4) o hacia
la plancha de imprenta.
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